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Abstract (en)
Low alloyed copper alloy comprises (wt.%): 0.1 nickel, 0.2-0.5 phosphorus, 0.1-1 iron, and balance copper. Also claimed is an electrical conductor
made of the above alloy, and comprising a covering layer of tin, lead, silver, gold, iridium, nickel, platinum, palladium, rhodium, indium, and/or
copper and their alloys, with a barrier layer made of nickel or copper between the covering layer and the conductor. The copper alloy contains boron,
calcium, or magnesium as deoxidation elements.

Abstract (de)
Eine niedriglegierte Kupferlegierung, die insbesondere für die Herstellung von Steckerstiften und Steuerleitungen einsetzbar ist, besteht vorteilhaft
aus einer Legierung aus 0,1 bis 2 Gew% Nickel, 0,2 bis 0,5 Gew% Phosphor, 0,1 bis 1 Gew% Eisen, wobei vorteilhaft auf dieser Legierung eine
Mantelschicht u. a. aus Zinn, Blei, Silber, Gold, Platin oder Palladium aufgebracht ist, wobei zwischen der Mantelschicht und der Kernlegierung
zusätzlich noch eine Sperrschicht angeordnet sein kann.
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